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@ PROCEDE DE FABRICATION D OBJETS PORTABLES COMPORTANT NOTAMMENT UN CLAVIER. 

^) La prdsente Invention se rapporte ^ un proc6d6 de r6- 
al^tion d'objets portables comportant notamment un cla- 
vier (440). un circuit int6gr6 (231J. un tnansducteur plezzo- 
aooustlque (233) et une pDe (232). 

Ce proc^d conslste k rSaliser en continu et sur ptu- 
sleurs portions (130) d'une bande souple (110). des points 
de contacts m6talliques (131. 132, 133, 134) r^)artls sur 
dlff6rentes zones (Z1 . Z2, 23) de chaque portion r6serv6es 
notamment pour la r6alisation du ciavier et en vu© de d6po- 
ser les composants Electron Iques. Le clavier (440) est r6a- 
lisd par pliage de la bande souple sur une feullle Interca- 
laire (310) isolante perforce (320) aux emplacements des 
contacts. Le circuit int6gr6 (231) est fix6 de maniere dlff6- 
rente selon le type de matdnau de composition de la bande 
souple. Les objets portables ainsi fabriquds possddent une 
tr^ laible dpalsseur. 
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VROCtDt DE FABRICATION D' OB JETS PORTABLES COMPORTANT 
NOTAKHEKT UN CLAVIER 

La pr^sente invention concerne un precede de 
realisation d'objets portables comportant notamment un 
clavier et des coinposants electroniques tels que, par 
exemple, des coinposants passifs, au mo ins un circuit 
integre, un transducteur piezzo-acoustique, une pile et 
un resonateur. 

De tels objets portables permettent de produire, 
grSce au transducteur piezzo-acoustique, des signaux 
acoustiques transmissibles par voie tel^phonique. Ces 
signaux acoustiques sent produits, selon le principe de 
codage de donnfies par un couple de frequences, dans la 
gamme de frequences de 697 a 1633Hz, et sont plus 
connus sous 1' appellation anglo-saxonne Dual Tone 
Modulation Frequency (DTMF) . En tSlSphonie, les signaux 
DTMF sont utilises pour la numerotation, la 
transmission de codes etc... 

Actuellemeht, les procSd^s de fabrication de ce 
type d'objet portable avec clavier consistent a empiler 
plusieurs plaques en matiere metallique ou plastique, 
rigides ou semi-rigides, 

Ainsi, un motif d' interconnexions est realise, 
selon un proc§de classique d' evaporation, de gravure ou 
de serigraphie d'encre conductrice, sur une premiere 
plaque afin d'y deposer des composants electroniques 
necessaires a la realisation d'un circuit 61ectronique. 
Par ailleurs, des points de contacts n§cessaires k la 
fabrication du clavier, sont realises, tou jours selon 
un procedS classique d' evaporation, de gravure ou de 
serigraphie, sur une deuxieme plaque. Ces points de 
contacts dessinent differentes formes geometriques, 
comme par exemple des demi-cercles ou des traits en 
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forme de peignes entrelaces. Enfin, des pastilles de 
carbone ou d' argent sont mises en place sur une 
troisieme plaque pour permettre 1' elaboration du 
clavier, en plagant en vis-a-vis les points de contacts 
et les pastilles des deuxieme et troisieme plaques par 
superposition de celles-ci. De plus, une pile, un 
transducteur et un resonateur sont egalement fixes sur 
une, deux ou trois autres plaques. 

Les diffferentes plaques ainsi pr6par§es sont 
placSes, par superposition, dans un corps d'objet 
portable et sont connecties entre elles afin d' assurer 
la liaison entre le, ou les circuits electroniques et 
respect ivement le clavier, la pile, le resonateur et le 
transducteur . 

Les precedes de fabrication actuels entrainent 
cependant de nombreux inconvenients . En effet, ces 
proc4dgs ngcessit:ent la realisation de plaques toutes 
trSs difffirentes les unes des autres en vue d'etre 
empil^es. Les objets portables ne peuvent done etre 
r^alisgs en cpntinu et, par consequent, le coat de 
fabrication est eleve et la duree de fabrication 
industrielle de supports est longue. 

De plus, du fait de la superposition des 
differentes plaques, les objets portables r§alis§s 
possedent une epaisseur relat ivement importante, de 
I'ordre de 5mm. De ce fait, de tels supports, 
comportant notamment un clavier et des composants 
electroniques, ne peuvent etre inseres dans des 
dispositifs au format d'une carte bancaire, avec une 
faible Spaisseur, egale ou proche de 1' epaisseur 
normalisee de ces cartes, c'est-a-dire voisine de 
0, 8mm. 

De plus, les dispositifs de numerotation 
disponibles actuellement dans le commerce et 
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comprenanti dans un corps en matiere plastique, au 
moins un circuit integre, un clavier elastomSre, une 
pile, un haut parleur et un rSsonateur, possSdent 
Sgalement une epaisseur importante, de I'ordre de 6 d 
8 mm. 

La prSsente invention permet de resoudre tous les 
inconvenient s precit6s. En effet, le proc§d§ selon 
1' invention consiste a realiser, sur une seule portion 
de bande souple de faible §paisseur, un seul motif 
d' interconnexions comportant a la fois les points de 
contacts necessaires a la realisation du clavier et les 
points de contacts des composants felectroniques. 

Tout au long de la description qui suit, ces points 
de contacts dessinent toute forme g§om§trique 
quelconque et d^finissent d'une part des plages 
d'accueil des composants passifs, de la pile, du 
transducteur, du circuit integre et du r§sonateur, et 
d' autre part des zones de contacts n§cessaires a la 
realisation des contacts du clavier. 

La portion de bande souple est en partie repliee 
sur elle-meme de maniere a realiser les contacts du 
clavier. Les objets portables ainsi realises possddent 
une tr&s faible epaisseur pour Stre facilement insSrSs 
dans un portef euille, ils sont notamment realises au 
format carte bancaire normalise ISO d' epaisseur environ 
egale a 0,8 mm. 

De plus, le motif d' interconnexions est realise en 
continu, par defilement de la bande souple. La fixation 
des composants electroniques et de la feuille 
intercalaire sur chaque motif d' interconnexions est 
realisee dans une machine de cSblage. Cette fixation 
est igalement realisee par defilement de la bande 
souple. 
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Cette fagon de proceder a I'avantage de reduire le 
temps de fabrication industrielle de supports portables 
et d'abaisser notablement le coat de fabrication. 

Un autre probleme s'est pose lors de la realisation 
5 du precede selon 1' invention : il a fallu trouver un 
mode de fixation du circuit int6gr§ qui soit adaptfi S 
la composition de la bande souple. En effet, selon le 
type de matferiau utilisS pour la realisation de la 
bande, les reactions aux traitements thermiques et 
10 eiectrochimiques qu'il subit sont diff€rentes- Ainsi, 
le mode de fixation d'un circuit integr^ est different 
selon que la bande souple est realis6e en polyamide ou 
en polyester par exemple. 

Le precede selon 1' invention est plus 
15 particulierement caracterise en ce qu'il comprend les 
etapes suivantes : 

1. - faire dSfiler une bande souple et rfealiser 
directement, en continu, sur plusieurs portions de 
cette bande, des points de contacts metalliques 
20 rfepartis sur differentes zones de chaque portion; deux 
de ces zones etant reserv6es pour la realisation des 
contacts du clavier et une troisi^me zone etant 
reservee pour la realisation des points de contacts des 
composants electroniques, puis, 
25 2 - Fixer sur chaque portion, d'une part les 

composants passifs, le rSsonateur, le circuit integrS, 
le transducteur et la pile, et d' autre part, sur une 
des deux zones prevues pour la realisation du clavier, 
une feuille intercalaire isolante perforee aux 
30 emplacements des contacts, puis 

3 - decouper chaque portion de bande souple 
comportant les composants electroniques et la feuille 
intercalaire, et 
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4 - sur chaque portion decoupee replier 1' autre 
zone pr^vue pour la realisation du clavier sur la 
feuille intercalaire, de maniere a mettre en vis-a-vis 
les points de contacts des deux zones ^ travers les 
perforations de la feuille intercalaire, puis 

5 - placer chaque portion de bande comportant le 
clavier et les composants 61ectroniques dans un corps 
d'objet portable de tres faible epaisseur. 

D'autres particularites et avantages de 1' invention 
apparaitront a la lecture de la description faite a 
titre d'exemple illustratif et non limitatif en 
rfefSrence aux figures annexees qui representent : 

- la figure 1, un organ igr amine des difffirentes 
etapes du procfede selon 1' invention, 

- la figure 2, une partie de bande souple sur deux 
portions de laquelle sont rSalisSs des points de 
contacts metal liques, 

- la figure 3a, une portion decoupee de bande 
souple comportant un circuit intfegre, un transducteur 
et une pile, 

- la figure 3b, une feuille intercalaire, 

- les figures 4a et 4b, respectivement une feuille 
de cuivre et une feuille dielectrique constituant un 
connecteur intermedia ire, 

- les figures 5a a 5c, les diff^rentes etapes de 
mise en place d'une portion de bande souple dans un 
corps d'objet portable. 

Dans la description suivante, la fixation d'un seul 
circuit integre est decrite ; cependant, coiwne il a ete 
dit precedeiranent, le nombre de circuits integres n'est 
pas limite a 1. 

Les differentes etapes du precede selon 1' invention 
seront mieux comprises au regard de la figure 1. Une 
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premiere §tape 100 consiste a faire defiler une bande 
souple et a rtaliser directement, en continu, sur 
plusieurs portions de cette bande, des points de 
contacts metalliques. Ces points de contacts 
iD§talliques sont realises selon un des procSdfis 
classiques et couramment utilisSs, & savoir la gravure, 
l'6vaporation ou la s§rigraphie d'encre conductrice. La 
bande souple se prisente done sous la forme d'un 
rouleau qui est dferoulfe dans le dispositif pennettant 
la realisation des points de contacts. Ainsi, la bande 
defile dans une chambre a evaporation lorsque le 
procfedfi choisit pour la realisation des points de 
contacts est 1' Evaporation, Les points de contacts 
metalliques sont repartis sur differentes zones de 
chaque portion de bande souple, deux de ces zones 6tant 
reservies pour la realisation des contacts du clavier 
et une troisiSme zone 6tant r6serv6e pour la 
realisation des points de contact des composants 
eiectroniques . 

Une deuxiSme etape 200 consiste a fixer sur chacune 
des portions de bande, d'une part le circuit integre, 
le transducteur et la pile, et d' autre part, sur une 
des deux zones prevues pour la realisation du clavier, 
une feuille intercalaire isolante perforSe aux 
emplacements des contacts. 

En general, le temps de realisation des points de 
contacts metalliques est assez largement superieur au 
temps de fixation des composants eiectroniques et de la 
feuille intercalaire. Pour cette raison, juste aprSs la 
realisation des points de contacts metalliques sur 
toute la longueur de la bande , le defilement de cette 
bande est arrete et n'est repris que juste apres avoir 
place celle-ci dans une machine de cablage, afin de 
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fixer en continu les composants 61ectroniques et la 

feuille intercalaire. 

Dans cette deuxieme etape, la bande souple joue 

done le role de substrat et defile dans une machine de 
5 cSblage tres classique, couraxnment utilises pour la 

fixation de composants 61ectroniques sur des motifs 

d ' interconnexions . 

Dans une troisifeme §tape 300 chaque portion de 

bande souple est d§coup§e en vue de finir la 
10 realisation du clavier et d' insurer I'ensemble, 

const itue par une portion de bande souple sur laquelle 

sont disposes differents composants electroniques et un 

clavier, dans un corps d'objet portable de tr^s faible 

epaisseur. 

15 Une quatrieme etape 4 00 consiste done k replier 

1' autre zone de contacts, prevue pour la realisation du 
clavier, sur la feuille intercalaire, de mani&re a 
mettre en vis-a-vis les points de contacts des deux 
zones a travers les perforations de la feuille 

20 intercalaire, . 

Enfin, une derniere etape 500, consiste a placer 
chaque portion, ainsi decoupee et cablee, dans un corps 
d'objet portable de tres faible epaisseur. Ainsi, une 
telle portion peut avantageusement etre plac6e dans un 

25 corps de carte bancaire d' Epaisseur normalisSe environ 
ggale ^ 0,8 mm. 

La figure 2 reprSsente une partie d'une bande 
souple 110 sur deux portions 130 de laquelle des points 
de contacts metalliques 131, 132, 133, 134 ont 6t6 
30 realises. La bande souple comporte des perforations 
laterales 120 regulieres reparties le long des bords 
longitudinaux de la bande sur un cote ou sur les deux 
cotes de celle-ci. Ces perforations servent a 
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I'entrainement de la bande 110 par un systeme a roue 
dent6e . 

La bande souple 110 coinporte egalement une ou 
plusieurs mires de reperage 140 et 141 pour chaque 
portion 130. La ou les mires 140 servent de repire et 
permettent le positionnement precis des points de 
contacts 132, 133, 134, dans la machine de cSblage, 
lors de la fixation de la pile, du transducteur et de 
la feuille intercalaire. La ou les mires 141, de chaque 
portion 130, permettent le positionnement precis des 
points de contacts 131 lors de la fixation du circuit 
integre. La suppression d'une mire de reperage, par 
perforation de la bande souple par exemple, evite la 
fixation de composants sur la portion 130 
correspondante . Ce systeme de perforation est 
particuliferement utile lors de la detection d'un 
dgfaut, pour feviter d'effectuer le cSblage des 
connexions d6fectueuses. Le rep6rage d'un dSfaut peut 
se faire 4 I'oeil nu et la perforation se fait alors 
manuellement, -par I'opSrateur. Cependant, il est 
avantageux de placer, dans la machine de c^blage, un 
dispositif optique capable de detecter les defauts et 
un organe de perforation apte a perforer une ou 
plusieurs mires de rep§rages correspondantes a des 
connexions def ectueuses. 

Ainsi, sur la figure 2, un defaut 150, apparu sur 
une portion 130, a et§ dStecte et une mire de reperage 
a §t§ perforce 142. La portion 130 defectueuse ne 
comportant plus, ou comportant rooins, de mire de 
rep§rage, aucune operation de fixation et de c§blage 
n'est effectuee sur cette portion et I'avance de la 
bande souple se poursuit jusqu'a ce que le dispositif 
optique de la machine de cablage detecte toutes les 
mires d'une portion 130 suivante. 
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La bande souple 110 possede une tres faible 
epaisseur, de quelques dizaines de nm (micromfetres) 
inferieure ou egale a 100 |im, et elle est 
avantageusement realis§e dans un polymere- De 
5 preference, elle est realis§e en polyamide ou en 
polyester, 

Les points de contacts metalliques 131, 132, 133, 
134 d'une portion 130 de bande souple 110, sont 
rSpartis sur differentes zones Zl, 22, 23. Les deux 

10 premieres zones 21 et 22 sont reservees pour la 
realisation des points de contacts 134 du clavier et la 
troisieme zones 23 est reservee pour la realisation des 
points de contacts 131, 132, 133 correspondant 
respectivement aux points de contacts du circuit 

15 int§gre, de la pile et du transducteur piezzo- 
acoustigue. Les differents points de contacts 131, 134, 
132, 133 sont, de plus, relies entre-eux par des traits 
conducteurs, realises de la m&me naniSre que les points 
de contacts, pour assurer la liaison entre le circuit 

20 intSgre et respectivement le clavier, la pile et le 
transducteur. D'autres points de contacts, non 
representes sur la figure 2, sont egalement realises 
dans cette zone 23 pour fixer des composants passifs, 
tels que des resistances ou des condensateurs par 

25 exemple, et le resonateur qui permet de fixer une 
reference en frequence, 

Les points de contacts 134, realises en vue 
d'glaborer le clavier, sont de forme diffSrente selon 
la zone reserv§e 21 ou Z2 dans laquelle ils sont 

30 places. Ainsi, dans la premiere zone reservee 21, les 
points de contacts 134 sont par exemple ronds ou 
Carres, alors que dans la deuxieme zone reservee 22, 
ils dessinent par exemple deux demi-disques ou des 
traits en forme de peignes entrelac^s. Ainsi, lorsque 
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le clavier sera realist selon le precede deer it dans ce 
qui suit, les points de contacts ronds de Zl viendront 
reunir electriquement les demi-disques conducteurs de 
Z2, en formant un court-circuit par simple appui des 
points de contacts de Zl sur les points de contacts de 

■■Z2. 1 

La figure 3 illustre une portion de bande souple, 
sur laquelle sont fix€s les divers conposants 
electroniques, d6coup6e et prete a Stre partiellement 
repli&e pour former un clavier. Les composants 
glectroniques sont de type composants a montage en 
surface (CMS). Ainsi, avant toute dScoupe, un circuit 
intSgrg 231, un transducteur 233, une pile 232, un 
r^sonateur et d'autres composants passifs sont fixes 
sur chaque portion 130 non defectueuse de bande souple. 
Le transducteur 233 et la pile 232 sont de prfiffirence 
fix6s par collage au moyen d'un adhSsif anisotrope ou . 

d'une CO lie £poxy par exemple. i 

En revanche, le circuit intfegrfe 231 est fix6, sur 
les points de -contacts correspondants 13 1, de maniere 
diff6rente selon que le polymfere de constitution de la 
bande souple est du polyamide ou du polyester. En 
effet, le polyester est plus fragile que le polyamide : 
il ne supporte pas les temperatures elevees et il ne 
peut subir les bains Slectrochimiques destines i 
r§aliser des depots de Nickel et d'Or sur les points de 
contacts 131 permettant ainsi de cSbler le circuit 
int&grS 231. 

Ainsi done, lorsque la bande souple est r^alisfee en 
polyamide le circuit intfegrS 231 est directement fix6 
sur la partie centrale des points de contacts 131 ayant 
subit un dgpot de Nickel et d'Or servant S Stablir les 
connexions. Cette fixation est realises au moyen d'une 
colle conductrice a un composant thermoplastique ou au 
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moyen d'une colle conduc trice a deux composants 
epoxydes par example. Les connexions sont ensuite 
realisees en place, salon la technique appelee 
"bonding" bien connue par ailleurs pour le montage de 
composants de type COB (Chip on Board) . 

Par centre, lorsque la bande souple est rgalisSe en 
polyester, le circuit intSgrfe 231 ne peut §tre fixS 
directement s\ir les points de contacts 131. II s'avfere 
en effet impossible de faire subir ii la bande un bain 
glectrochimique destin€ a realiser les depots de Nickel 
et d'Or sur les points de contact 131. Pour cette 
raison, le circuit integre 231 est dans un premier 
temps assemble a un connecteur intermedia ire represents 
sur la figure 4. 

Le connecteur intermedia ire est realise, selon un 
proc&dS classique, au moyen d'une feuille de cuivre 
250, telle que representee sur la figure 4a, sur 
laquelle est fixSe, par collage par exemple, une 
feuille diSlectrique 260 telle que representee sur la 
figure 4b. La feuille de cuivre 250, comporte plusieurs 
points de contacts 251. La feuille dielectrique 260 
comporte un ensemble de trous 2 61, dont la disposition 
correspond ^ 1' emplacement des contacts 251, et un trou 
central 262 pour 1 'emplacement du circuit integre 231- 
Le circuit integre est par consequent connects aux 
contacts 251 de la feuille de cuivre 250, selon la 
technique bien connue appelee "bonding", a travers les 
trous 261 realises dans la feuille dielectrique 260. 

Ce connecteur est ensuite fixe sur les points de 
contacts 131 au moyen d'une colle conductrice 
anisotrope permettant un collage et 1' etablissement de 
contacts selon la verticale et evitant les court- 
circuits selon I'horizontale. 
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Les differents elements tels que le circuit integre 
231, le transducteur 233, la pile 232, le rSsonateur et 
d'autres composants passifs, sont fixes a basse 
temperature . 

Toutefois, il est possible d'utiliser un autre 
adh&sif apte d polyin6riser par chauffage, mais dans ce 
cas il est pr6f Arable de I'utiliser uniquement pour une 
bande souple rSalisSe en polyamide car le polyester ne 
supporte pas les elevations de temperature. De plus, la 
realisation de tout circuit electronique a basse 
temperature est avantageuse car elle permet d'§viter 
tout risque de deterioration des composants fragiles 
comme le transducteur 233 ou la pile 232. 

Avant la fixation du transducteur 233^ la partie 
centrale du point de contact circulaire 133 
correspondant est fevidee, de maniere i creer un trou 
dSbouchant. La cavity ainsi crSSe possSde une faible 
gpaisseur mais suffisante pour que les vibrations du 
transducteur 233 soient satisf aisantes, 

Selon une. variante, il est egalement tout a fait 
possible d'^vider la partie centrale du point de 
contact 133 lors de la decoupe de la portion 130 de 
bande souple. Dans ce cas, le transducteur 233 est 
fix§, sur le point de contact 133 correspondant, 
seulenent apres I'etape de d§coupe. 

La figure 3b illustre une feuille intercalaire 
isolante 310 de tres faible epaisseur, c'est § dire 
d'epaisseur de I'ordre de quelques dizaines de \xja et 
non supferieure a 150 nm. Cette feuille intercalaire est 
avantageusement realisee dans un polymere possedant des 
proprietes chimiques et mecaniques identiques ou 
similaires a celles du polymere de composition de la 
bande souple. De plus, cette feuille comporte des trous 
debouchants ou perforations 320 situees aux 
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emplacements des contacts 134 du clavier- Cette feuille 
intercalaire 310 est fixee sur une des deux zones de 
contacts prevues pour la realisation du clavier, par 
exemple sur la zone 22. Cette fixation est de 
preference rfealisee par collage ou par soudage haute- 
f requence . 

La portion 130 de bande souple representee sur la 
figure 3a est decoupee de niani&re S former une ou 
plusieurs languettes LI, L2 repliables. Ces languettes 
Ll, L2 portent des points de contacts metalliques 133, 
132 permettant notamment d'etablir, par pliage, les 
connexions du transducteur 233 et de la pile 232. 

Ainsi, pour connecter par exemple la pile 232, il 
suffit de la coller selon une methode telle que 
precedemment dfecrite, Sl I'aide d'un adh€sif anisotrope, 
sur le point de contact 132 en forme de disque et 
realise dans la zone Z3, et de rabattre la languette 
LI, selon I'axe de pliage PI, de 1' autre cdtg de la 
pile 232 pour I'y coller de la meme maniere. La 
connexion du transducteur 233 peut etre realisee de 
maniere similaire a I'aide de la languette repliable 
L2. 

Les axes de pliage PI, P2, P3 des languettes LI, L2 
et de la portion 130 de bande souple, sont represent§s, 
sur la figure 3a, en traits pointilles. 

fitant donn§ que la feuille intercalaire 310 est 
fixee sur la zone reservee Z2, 1' autre zone reservee 
Zl, prSvue pour la realisation du clavier, est repliee, 
selon I'axe de pliage P3, sur la feuille intercalaire 
310. Les points de contacts 134 des deux zones 
reservees Zl et Z2 sont alors places en vis-a-vis a 
travers les perforations 320 de la feuille 
intercalaire. 
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L'epaisseur de la feuille intercalaire 310 doit 
etre suf f isamiaent faible, c'est a dire infer ieure ou 
egale a 150 [ira, pour permettre I'etablissement du 
contact, par simple pression sur la portion repliee 
portant les points de contacts du clavier. Toutefois, 
I'epaisseur doit egalement etre suffisante, c'est ^ 
dire superieure ou egale a 40nm, pour pouvoir rompre le 
contact dds que la pression est relSchee. 

La figure 5 reprSsente les diffferentes §tapes de 
mise en place d ' une portion de bande souple dans un 
corps de support portable 410. _ 

Plus particulierement, la figure 5a illustre une 
portion de bande souple telle qu'elle est realisee a la 
fin de la quatrieme etape 400 du precede selon 
1' invention. Cette portion de bande souple comporte un 
circuit integre 231, un transducteur 233, une pile 232, 
un rSsonateur non repr6sent€, et un clavier 440 
glectrlquenent reli& au circuit intSgre 231. 

Cette portion de bande souple est alors mise en 
place dans un. corps 420 d'objet portable 410 comme 
illustre sur la figure 5b. 

La face avant 430 de I'objet portable 410 est alors 
collee, comme illustre sur la figure 5c. Cette face 
avant 430 comporte les emplacements des contacts du 
clavier 440 sur lesquels sent dessines des chiffres 
et/ou des lettres. La derniere operation consiste alors 
a coller la face arriere de I'objet portable 410. 

De plus, une serigraphie 135 de vernis isolant, 
telle qu'illustree sur la figure 2, est avantageusement 
realisee aux endroits nScessaires, c'est-a-dire sur les 
points de contacts realises aux emplacements des 
languettes LI et L2, de maniere a eviter un croisement 
entre les traits conducteurs, assurant la liaison entre 
les differents points de contacts, et par consequent de 
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maniere a eviter un court-circuit lors du pliage de ces 
languettes LI et L2. 

5 
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REVENDICATIONS 

1. Proc§d6 de realisation d'objets portables (410) 
comportant un clavier (440) et des composants 
electroniques, a savoir au moins un circuit intfegrfe 
(231), un transducteur piezzo-acoustique (233), une 
pile (232), un resonateur et d'autres composants 
passifs, caract6ris§ en ce qu'il coinprend les Stapes 
suivantes : 

1) - faire d§filer une bande souple (110) et 
rgaliser directement, en continu, sur plusieurs 
portions (13 0) de cette bande, des points de contacts 
metalliques (131, 132, 133, 134) repartis sur 
diff^rentes zones (Zl, 22, Z3) de chaque portion; deux 
de ces zones (Zl, Z2) 6tant rSservSes pour la 
realisation des contacts (134) du clavier et une 
troisiSme zone (Z3) 6tant rSservee pour la realisation 
des points de contact (131, 132, 133) des composants 
electroniques, -^puis, 

2) - fixer sur chaque portion, d'une part les 
composants passifs, le resonateur, le circuit integre 
(231), le transducteur (233) et la pile (232), 

et d' autre part, sur une des deux zones (Z2) 
prevues pour la realisation du clavier, une feuille 
intercalaire (310) isolante perforee aux emplacements 
(320) des contacts (134), puis 

3) - d§couper chaque portion (130) de bande souple 
(110) comportant les composants electroniques (231, 
232, 233) et la feuille intercalaire (310), et 

4) - sur chaque portion decoupee, replier 1' autre 
zone (21) prevue pour la realisation du clavier (440) 
sur la feuille intercalaire (310), de maniere a mettre 
en vis-a-vis les points de contacts (134) des deux 
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zones (Z1,Z2) a travers les perforations (320) de la 
feuille intercalaire (310) , puis 

5) - placer chaque portion (130) de bande 
comportant le clavier (440) et les composants 
5 electroniques (231, 232, 233) dans un corps (420) 
d'objet portable (410) de trfes faible fepaisseur. 

2. ProcSde selon la revendication 1, caract6ris§ en 
ce que, juste apres avoir realise les points de 

10 contacts metalliques (131, 132, 133, 134) sur toute la 
longueur de la bande souple (110), le defilement de 
cette bande est arrete et n'est repris que lors de la 
fixation, en continu, des composants electroniques 
(231, 232, 233) et de la feuille intercalaire (310) sur 

15 chaque portion (130) de bande. 

3. Proc6d§ selon I'une des revendications 1^2, 
caractSrisfi en ce que, juste avant de fixer les 
composants Electroniques (231, 232, 233) et la feuille 

20 intercalaire (310) sur chaque portion (130) de bande, 
une ^tape supplementaire consiste a reperer un d.^faut 
eventuel (150) sur une portion (130) et a effectuer au" 
moins une perforation (14 2) de la bande dans cette 
portion dSfectueuse, de maniere a supprimer au moins 

25 une mire de reperage (140, 141) • 

4. Proc6d6 selon I'une des revendications 1 a 3, 
caract§rise en ce que la bande souple (110) possede une 
trSs faible ipaisseur, de I'ordre de quelque dizaines 

30 de nm et en ce qu'elle est realisee dans un polymere. 

5. Precede selon I'une des revendications 1 a 4, 
caracterise en ce que la bande souple (110) est 
realisee en polyamide. 
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6. ProcSde selon la revendication 5, caracteris^ en 
ce que, pour chaque portion (130) de bande souple, le 
circuit int^gre (231) est directement fixe, puis 

5 connects avec les points de contacts metalliques (131) 
correspondant pratiques sur la troisieme zone reservSe 
(23). 

7. Procfede selon I'une des revendications 1 a 4, 
10 caracterisfe en ce que la bande souple (110) est 

r^alisee en polyester. 

8. Precede selon la revendication 7, caracterise en 
ce que, pour chaque portion (130) de bande souple, le 

15 circuit integre (231) est assemble, puis connects avec 
un connecteur intermediaire (250,260) et en ce que le 
connecteur intermedia ire est ensuite fix6 sur les 
points de contacts metalliques (131) correspondant 
pratiques sur la troisiSme zone reservSe (Z3) . 

20' 

9. Proc4d€ selon la revendication 8, caracterise en 
ce que le connecteur intermediaire (250,260) est fixe 
sur les points de . contacts metalliques (131) 
correspondant au moyen d'un adhesif conducteur 

25 anisotrope. 

10. Precede selon I'une des revendications 1 a 9, 
caractSrisS en ce que la feuille intercalaire (310) 
possede une tres faible §paisseur, de I'ordre de 

30 quelques dizaines de |im, et en ce qu'elle est rSalisee 
dans un polymSre possSdant des proprifites identiques ou 
similaires a celles du polyroere de composition de la 
bande souple. 
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11, Precede selon I'une des revendications 1 a 10, 
caracterise en ce que pour chague portion (130) de 
bande souple (110), la feuille intercalaire (310) est 
fix§e sur une des deux zones reservees (Z2) pour la 

5 realisation du clavier (440) , par collage ou soudage 
haute-f requence . 

12. ProcSde selon I'une des revendications 1 3 11, 
caracteris§ en ce que chague portion (130) de bande 

10 souple (110) est decoupee de maniere a former une ou 
plusieurs languettes (L1,L2) repliables, portant des 
points de contacts ciStalliques (133, 132), pemettant 
d'etablir, par pliage, les connexions notamment du 
transducteur (233) et de la pile (232). 
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DECOUPE OE CHAQUE PORTION 
DE BANDE SOUPLE 
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REALISATION DU CLAVIER PAR 
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MISE EN PLACE OE CHAQUE PORTION 
DANS UN CORPS D'OBJET PORTABLE 
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Abstract 



The fabrication procedure fonns a flexible strip (1 10) with metallic contacts (131- 134) in different zones (Z1,Z2.Z3). The pattern of 
contacts and zones is repeated successively along the strip. Two of the zones provide contacts for the key pad. and the third zone 
(Z3) provides contacts for the other electronic components. The passive components are mounted on the strip. The three zones 
(Z1-Z3) are than cut from the strip as a single unit, and the first zone (Z1 ) is folded over the second (Z2). An insulating sheet, with 
holes con^sponding to the keys, is placed between the folded sheets. 
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